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	省スペースで高精度を実現
	・薄板の高精度切断 ・高反射材への対応 ・スペース効率の最大化
	省スペース
	安全性
	スペース効率の最大化
	同タイプの加工機と比較して非常にコンパクトな設計です。限られた作業スペースを有効活用でき、工場レイアウトの自由、作業場の有効活用や海外輸送時の柔軟性・コスト削減が可能です。
	材料積み下ろしをよりスムーズに 前後スライド式（プッシュプル）テーブルを採用しています。設置スペースを節約できるだけでなく、ワークの積み下ろしが容易になり、生産効率がさらに向上します。



	技術力
	主要テクニカルパラメータ
	薄板を高精度で切断可能
	10ｃｍ
	レーザーエネルギーの精密制御技術を採用し、 板厚に基づいてレーザービーム出力を正確に 制御します。これにより、薄板の過剰加熱や バリを防ぎ、切断面がより滑らかになります。
	・最大20mm厚のシートを切断可能

	機械全体が安定していて耐久性があり、複雑なグラフィックを カットできます。薄板をカットする場合、焼き過ぎやバリがなく、 カット部分がより滑らかになります。
	SENFENG LASER TECHNOLOGY


	1313G SERIES
	ファイバーレーザー切断機　1.5～6ｋw
	－省スペースで高精度なパフォーマンスを実現－


